桂林电子科技大学2024年张坚团组一行3人出访新加坡日程

	组 团 单 位
	桂林电子科技大学材料科学与工程学院

	团长姓名和职务
	张坚 院长

	出 访 国 家
	新加坡

	出 访 时 间
	2024年7月15日
	人数
	3
	天数
	6

	境外邀请单位

及单位简介
	应国际薄膜学会  (Thin Films Society) 邀请，为参加第十届国际薄膜大会 (ThinFilms2024)，经研究，我单位拟派张坚同志一行3人于2024年7月15日-2024年7月20日赴新加坡参加第十届国际薄膜大会 (ThinFilms2024)。国际薄膜大会致力于探索薄膜研究和应用领域的最新进展、挑战和创新。ThinFilm2024 将汇聚来自世界各地的研究人员、科学家、工程师和行业专业人士，成为一次充满活力的技术交流、协作讨论和塑造薄膜技术的未来薄膜领域的盛会。本次会议涵盖主题广泛，从基础研究到应用解决方案，包括材料科学和薄膜与其他领域的交叉技术等，将帮助与会者了解该领域当前格局的概况，促进跨学科合作。

	出访主要目的
	参加国际学术会议，进行学术交流。

	经费金额、来源及财政审核情况
	此次出访总预算6万元人民币，其中张坚老师和张哲泠老师的出访经费由张坚老师负责的广西创新研究团队项目(经费号：PF200179)预算中支出；王栋杰老师的出访经费由其本人负责的国家自然科学基金项目(经费号：NF230491)预算中支出。

	出访途经城市
	广州

	团组成员情况
	姓  名
	单位、职务（职称）
	姓  名
	单位、职务（职称）

	
	张坚
	桂林电子科技大学、院长
	
	

	
	张哲泠
	桂林电子科技大学、讲师
	
	

	
	王栋杰
	桂林电子科技大学、博士
	
	

	
	
	
	
	

	日

程

安
排
	第一天
	抵达广州白云机场，乘飞机前往新加坡樟宜机场

	
	第二天
	参加ThinFilms2024学术会议、学术交流

	
	第三天
	参加ThinFilms2024学术会议、学术交流

	
	第四天
	参加ThinFilms2024学术会议、学术交流

	
	第五天
	参加ThinFilms2024学术会议、学术交流

	
	第六天
	从新加坡樟宜机场乘飞机前往广州白云机场，之后返回桂林

	备注：请在回国后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。


